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Finitions « sans plomb »

• Des SOLUTIONS … mais pas de SOLUTION IDEALE
• Forte INTIMITE du CABLEUR (crème, profil, Tps

d’écoulement…)
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Matériaux « sans plomb »

• De BONNES SOLUTIONS EVOLUTIVES
• Forte INTIMITE du FABRICANT de PCB…
• Qui doit avoir une maîtrise accrue de son process

DE 104
PCL 250
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(+filler)

BGA
0,2

< 10
< 12

« industrial »

CTE
(T<Tg
T> Tg)
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Emballage, stockage, étuvage

Sous vide avec déshydratant et témoin
d’humidité

Avantage attendu :

•  pas d’étuvage pour le câbleur
Inconvénients :

•   Process d’étuvage et d’emballage
    complexe à mettre en œuvre chez le
    fabricant

•   Coût
•   Nécessité d’avoir une étuve et une

    machine à emballer sous vide chez le
    câbleur

=> Considérer le processus global !

Solution alternativeStandard

de 2 h à 120 °C
à 10 h à 80°C,

cartes séparées

OSP / Sn Ch :
12 - 24 h à  60 - 80°C

   - T° 25°C +/- 5°

   - HR ≤ 50%
Armoire sèche

   - T° 25°C +/- 5°
   - HR ≤ 10%

Thermo-rétractableEmballage

Etuvage

Stockage

• CIRCUITS SECS … IMPERATIVEMENT !
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Coûts

Finition
Process

%
CI %

HAL
SnPb

OSP HAL Sn Sn Ch NiAu

100 50 200-300 500 1000

100 95-98 102-105 103-110 110-130

Laminé
FR4 %

130 std
130

improved

150 low
cte

150 low
cte HF

170 std 170 low
cte

100
105

~110 110-115 120-130 125-130

• Un TASSEMENT des SURCOUTS attendu
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Conclusion

Finitions :
Pas de solution idéale
Forte intimité client avec les finitions

Matériaux :
Une gamme adaptée à toutes les technologies

Supply Chain :
Attention aux mauvaises « bonnes solutions »

Règles générales :
MIEUX COMMUNIQUER

PLUS de RIGUEUR
Dans un contexte de changement qui dépasse largement le

cadre du RoHS


